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１．概要（Summary） 

紫外線（UV）レーザーを用いた薄膜の直接パターニン

グは、Short-turn-around-time いわゆる短TAT試作の

手段としてだけでなく、素材に化学的ダメージを与えない

ため、大いに有望と考えられる。今回の利用では、フレキ

シブル基板上の銅やインジウムチタン酸化物 (indium 
tin oxide: ITO) といった薄膜を加工するとともに、直接

パターニングの加工精度の検証を行った。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

UV レーザープリント基板加工装置 LPKF Proto-
laser U3  
【実験方法】 

LPKF Protolaser U3 を用いて、ITO 及び銅薄膜の

パターニングを行った。銅薄膜は DuPont 社のポリイミド

フレキシブル銅張基板 Pyralux を、ITO はガラス基板上

に成膜されたサンプルをそれぞれ用いている。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

フレキシブル基板上の銅薄膜のパターニングに、Fig. 
１のように成功している。広範囲の銅薄膜を取り除くため

に網目状にレーザーを走らせる際、レーザーのパワーや

掃引速度だけでなく網目のピッチを適切に設定すること

で、基材へのダメージを抑えた加工条件を見つけ出すこ

とができた。図１は最小線幅・線間距離 70μm で作製した

フレキシブルマイクロヒーターである。また、同様に作成さ

れた基板への薄膜 LSI 実装にも取り組んでいる[1]。 
ITO については、膜圧が 20nm と大変薄いことから、比

較的低出力、すなわち小さいレーザースポット径での精

密な加工が可能である。Fig. ２は、最適な加工線と設計

エッジとのオフセットを検証するために作成されたテストス

トラクチャであり、Fig. ３のように電気的に最適なオフセッ

トを見つけ出すことができた[2]。 
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Fig.1: Patterned (a) Flexible Electrode, (b) ITO 

 
Fig.2: Electrical Measurement of Pattern Size 
Offset  


